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Mehr als das Auge sehen kann
Analysen an Leiterplatten und Baugruppen

Die Leiterplattenqualitat wird wahrend der
Fertigung durch eine Vielzahl von Prifun-
gen am Produkt und vor allem durch
lickenlose Prozesskontrollen sicherge-
stellt.

Dartiber hinaus gibt es fir die Entwick-
lung und Qualitatssicherung Analyse-
Tools, die zusatzliche Informationen lie-
fern. Drei aktuelle Methoden stellen wir
Ihnen hier vor:

Thermosimulation

Numerische Berechnungen von Tempe-
raturen in Geraten und Baugruppen hel-
fen der Entwicklung bei der Auslegung
von Gehausen, Kihlern, Liftern, Interfa-
ces, der Anordnung von Bauteilen und
Baugruppen, der Abschatzung von Lay-
outs und Lagenaufbauten. Ohne Einsatz
von Mustern kénnen thermische Proble-
me erkannt oder - falls bereits aufgetre-
ten - erklart und geldst werden. Thermi-
sche Optimierungen kdnnen dann von ei-
nem Referenzobjekt ausgehen.

Ein kompetenter Partner mit langjahriger
Praxiserfahrung ist Dr. Johannes Adam,
der kirzlich die ADAM Research Berech-
nungen und Dienstleistungen ins Leben
gerufen hat. Er bietet Berechnungen, so-
wohl fir Gerate- und Schrankkiihlung, als
auch fur hochaufgeléste Baugruppen-
thermik an und unterstutzt Entwicklungs-
projekte.
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Thermosimulation

Infos: www.adam-research.de

Thermografie

Erganzend oder alternativ zur Berech-
nung bietet sich die IR-Thermografie an.
Schone bunte Bilder sind auch mit ein-
fachen Systemen schnell geschossen.

/=

Genauere Messungen der Oberflachen-
temperatur erfordern jedoch einen inten-
siveren Einstieg in Themen wie Kalibrie-
rung, Reflektion, Emissivitat, Umgebungs-
bedingungen etc. Ein guter Anlaufpunkt fur
diese Analysemethode ist der Bundes-
verband fir Angewandte Thermografie
e.V. (VATh), sowohl fir die Beratung und
fachliche Weiterbildung, als auch fir ent-
sprechende Dienstleistungen durch die
Thermografen, die sich in dem Verband
organisiert haben.

Thermografie

Infos: www.vath.de

Rontgenanalyse

Einen Blick ins Innere von bestlickten Bau-
gruppen erlaubt die Réntgenmikroskopie.
Hier kdnnen alle kritischen Punkte unter-
sucht werden: Versteckte Loétverbindun-
gen, Lagenversatze und bei geeigneten
Geraten sogar Hulsenstarken mikrometer-
genau. Da die modernen Anlagen hdhere
Investitionen bedeuten, und die Bedie-
nung fur aussagekraftige Ergebnisse eini-
ge Erfahrungen voraussetzt, wird dieses
Verfahren auch gerne als Dienstleistung in
Anspruch genommen.

S sz‘\
A ’ .‘;-)-

et

Rontgenanalyse

Infos: www.roentgenanalyse.com
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Haus-Information

Neues Prospekt

Die Kernkompetenz von ANDUS st es,
alle Technologien anzubieten, die eine
Leiterplatte beinhalten kann. Angefan-
gen bei der enormen Materialauswahl,
Uber Lagen- und Durchkontaktierungs-
kombinationen bis zu vielfaltigen me-
chanischen Verfahren liefert ANDUS die
komplette Bandbreite an Produkten.

Einen Uberblick tiber die aktuellen Tech-
nologien finden Sie unter

www.andus.de

inunserem neuen Prospekt:
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HokMulckE B Flesible Leierpl

Leistungsspektrum
Leiterplatten-Technologie

Gerne senden wir lhnen auch die Print-
version zu.

Friihjahrstrends

Bei Vortragen, Seminaren und Ausstel-
lungen im ersten Quartal des Jahres
konnte ANDUS mit vielen Entwicklern
und Anwendern sprechen und sich ein
Bild uber aktuelle Interessen machen.
Neben zuverlassigen Lieferzeiten und
hohen Qualitdtsstandards stehen fol-
gende technologische Themen im Fo-
kus: FlatFill-Technologie (gefullte Micro-
vias), integrierte Bauteile und nach wie
vor Starrflex-Leiterplatten, aufgrund von
Miniaturisierungsbedarf und Vereinfa-
chung bei der Montage. GrolRe Beach-
tung fanden auch gestufte Multilayer mit
vier Bondebenen sowie hochwertige
Multilayer mit 20 und mehr Lagen oder
105 pm Dickkupfer auf allen Lagen. Hier
kann ANDUS seine Kernkompetenzen
voll ausspielen:

Prototypen und Kleinserien aller Tech-
nologien im Terminsystem.
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BI. k - d. T h .k_ Blick in die Zukunft (Folge 9)
’c ’n ’e ec nl - Neues Substrat fiir Power-LEDs
H H x Aluminium-Substrate sind die erste Wahl
SMD Bauelemente rIChtlg kUhIen fur die Entwarmung von Hochleistungs-
Die meisten SMD-Bauteile mit erhdhtem g LEDs. Was"die thermjsghe Performange
Warmeverlust verfligen Uuber zentrale aggegt, gshﬁren Mgterl\a/llen von Bergquist
Kiihlpads, die direkt auf die Leiterplatte oder Denka hier zu den Vorreitern.
gelotet werden. Die effektivste Kiihlung o . .
bieten einseitige Aluminium-Substrate :;Eanmr:;gETrs;qgﬁmif;wléig:?gfr&ﬂ;teer:
I(Elmga),tglseizr:?;’elstfurLED-Anwendungen m rialien, d. h. dinneren Isolatoren und bes-
wegen der geringen Zuverlassigkeit und heutigen Materialien um ein V’ielfaches
Performance nicht weit verbreitet: Die feh- Ubertgr;effen soll. Die Zahlen im Datenblatt
lende Warmespreizung erlaubt keinen . : . . -
guten Warmestrom vom Inlay zum Kuhl- | Fir die Kalkulation werden folgende Wer- gibt es schqn, Mate._rla'l und Preise sind je-
Krper. te eingegeben: doch noch nicht erhaltlich.
Alternativ dazu werden gerne Dickkupfer- . o .
lagen oder integrierte Inlays verwendet, | 1.) Grofie der Kihlflache am Bauteil H!ell;lsetzt ANDUS mit einer eigenen Ent-
um gleich in der Leiterplatte eine gute | 2.) GroRe des Kiihlpads wickiung an.
Warmespreizung zu erzielen. 3.) Kupferdicke . il .
Die Inlayteile sollten so grof sein, dass | 4.) Verlustleistung I\D/Ias m'tlzﬁn“.hadp h bgzelchnete
durch Warmespreizung ein ausreichend | 5.) Temperatur der Umgebung bzw. d"aterla zet:c net SI|C | ure eltr:'ehextrem
groRer Querschnitt entsteht. Die Anbin-|  des Heatsinks. Dl;r;ni/’lazecri;;/at:zﬁn dséct) ?lfﬁslzc dlgr tQagﬁ;
dung erfolgt meist tber Sacklocher von fikationsphase. Einige LEDs werden be-
der TOP-Seite. Man erhalt die geschatzte Bauteiltempe- | "™ p ’ g
Dickkupferlagen werden schon aus ratur, die Temperatur am Rand des Kup- lr;elts anf"er;ten_l_ Must.e(rjn gf'tesr;t:et_. Unser
Grunden der Symmetrie paarweise einge- | fers und sogar den thermischen Wider- ng”‘?r .ur en Test mitden Hochleistungs-
setzt. Die Kupferstarken (70/105/210 oder | stand in K/W flr das gesamte Modell. sist: OU[e.V.
400 um) und die Anzahl der Lagen richten | Durch Variation der Parameter bekommt
sich nach dem Leiterbild (Kupferstarke | man schnell einen Eindruck Uber die
<= 3 x Leiterbreite oder -abstand). In Eis- | Auswirkungen. Ein wichtiger Punkt fiir das
bergtechnik kénnen die Leiter noch um | Verstandnis ist die Temperatur des Kup-
den Faktor 2 feiner werden. ferrandes. Wenn dieser anndhernd Um-
Die gesamte Kupfermenge muss grof | gebungstemperatur annimmt, kommt die
genug sein, um die Warme ausreichend | Warme nicht bis zum Rand. In diesem Fall
gutzu verteilen. kénnte man - wenn nétig - die gesamte
Warmespreizflache besser ausnutzen,
Zur Abschatzung der Warmespreizfla- | wenn man dickeres Kupfer nimmt.
chen bietet ANDUS ein einfaches Soft-| Wenn andererseits die Temperatur am|
ware-Tool an. Grundlage dieser Kalku-| Kupferrand fast so hoch ist wie die des Ubrigens___
lation ist die numerische Simulation von | Bauteils, ist die Warmespreizung im Ver-
Warmestromen, die von einer zentralen gleich zur Wéarmeabgabe sehr gut. Even-| - hon?
Warmequelle ausgehen. Die Warmever- | tuell kdnnte man hier Kupferdicke einspa- | enn'Se den schon’
teilung erfolgt durch Warmeleitung auf ren. Bei héherem Entwarmungsbedarf Was ist der Unterschied zwischen einem
einer Kupferscheibe. Gleichzeitig wird der | kdnnte man dagegen die Flache vergro- britischen. einem franzésischen und einem
Warmeubergang an die Umgebung bzw. | Rern oder den Warmeaustrag verbessern deutscher:n Rentner? Der Brite nimmt einen
auf ein isothermes Heatsink beriicksich- | (Heatsink, Lifter). Whisky und geht ziJm Pferderennen. Der
tigt. Unberticksichtigt bleiben Freisparun- | Gerne geben wir lhnen einen Zugang zum Franzose nimmt einen Pernod und .geht
gen im Kupfer, Potentialtrennungen, | Entwicklungs-Tool! Sprechen Sie uns ein- zum Boulespielen. Der Deutsche nimmt
benachbarte Bauteile u. a. fach an oder e-mailen Sie uns! seine Herztropfen ﬁnd gehtzur Arbeit.
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ANDUS ELECTRONIC GmbH LEITERPLATTENTECHNIK
Gorlitzer Str. 52 - 10997 Berlin - Tel. +49 30 610006-0 - Fax +49 30 6116063
E-Mail: info@andus.de - Internet: www.andus.de



